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投资者关系活动记录表

编号：2026- 02                                               

	投资者关系活动类别
	(特定对象调研        (分析师会议

(媒体采访            (业绩说明会

(新闻发布会          (路演活动

(现场参观

(其他_________________

	参与单位及人员
	交银基金、人保养老、煜德投资、长盛基金、银河证券、信泰人寿、国盛证券、东方财富证券、大家资产、华夏基金、国新投资、东方证券、国海证券、国泰海通证券、民生加银基金、天弘基金、银华基金、中金公司、国寿养老、宏利基金

	时间
	2026年8月17日/8月18日

	地点
	公司会议室

	上市公司接待人员
	董事会秘书、证券事务代表、董办投关主管

	投资者关系活动主要内容介绍
	问题 1：请管理层整体解读半年报核心经营情况，上半年的持续增长的原因有哪些？ 

答：2026H1，公司营收90.99亿元，同比增长66.52%；归母净利润17.98亿元，同比增长49.69%；扣非后归母净利润16.31亿元，同比增长49.67%。其中2026Q2，营收50.65亿元，同比增长65.32%；归母净利润11.11亿元，同比增长59.78%；扣非后归母净利润10.35亿元，同比增长59.69%。

报告期内，公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比均实现较快增长，主要受人工智能快速发展、国产芯片需求增长迅速等因素影响，国产高端芯片市场需求持续攀升；报告期内，公司持续加码研发投入、迭代优化产品性能，推动公司高端处理器产品的市场版图扩展，实现了公司业绩持续增长。

问题 2：摩尔定律逼近极限、包括“逻辑折叠”等新型技术路线给半导体产业带来新的产业技术变革，公司如何理解这些新技术的应用，对公司产品研发、架构演进带来哪些启示？ 

答：目前产业已将优化重点从单芯片性能转向芯片架构、高速互联、软件栈及集群协同的全链路系统性提升。我们认为，当前算力发展瓶颈已不再局限于单芯片制程，内存墙、多芯片互联时延、集群调度效率、软硬件协同损耗成为制约大规模算力集群效能的关键。 

公司持续推进芯片架构迭代、先进封装技术、HSL 高速互联体系建设、DTK 全栈软件优化，着力降低多卡协同、跨节点通信时延。未来在芯片设计、系统空间与拓扑重构、软硬件协同、异构集群方案层面，将持续强化系统级性能优化思路，持续打磨适配大规模智算集群的 “CPU+DCU” 异构方案。公司将持续跟踪行业各类前沿技术路线，持续夯实自身软硬一体技术体系。

问题 3：半年报综合毛利率有所波动，产品结构、供应链、竞争环境如何影响盈利水平，后续毛利率大致趋势？ 

答：综合毛利率受产品销售结构、订单类型、上游采购成本及市场竞争多重因素共同影响。算力行业技术迭代较快，市场竞争持续加剧，毛利率会随产品组合、市场环境动态波动。公司一方面持续推出更高算力、更高能效的新一代产品，另一方面公司持续推进供应链精细化管理，依托规模效应持续控制成本。公司将持续做好经营管控，保障维持稳健盈利水平。

问题 4：上半年研发投入重点投向哪些方向？在当前产业路线多元化（先进制程、Chiplet、系统架构优化等）背景下，公司中长期研发路线如何规划？ 

答：公司维持高强度研发投入，资源重点投向新一代CPU、DCU芯片研发迭代、HSL互联协议升级、DTK软件栈持续优化、集群调度工具链、AI算子库开发等方向。 

公司采取均衡的研发策略，兼顾单芯片性能提升与系统级效能优化，一方面持续推进芯片微架构迭代，另一方面高度重视多芯片互联、软硬件协同、大规模集群优化。同时持续跟踪 Chiplet、先进封装、系统级优化等各类前沿技术路线，持续完善异构算力全栈能力。

问题 5：市场过往更多将AI算力增量聚焦于AI加速芯片，对服务器CPU的AI赋能空间关注较少。随着AI Agent、多智能体应用快速迭代落地，请问公司如何看待智能体时代下服务器CPU的价值重估与长期成长空间？公司“CPU+DCU”异构架构在该类新兴场景下具备怎样的差异化优势？

答：行业早期大模型推理场景，算力消耗主要集中在AI加速芯片，市场对CPU的AI价值认知相对有限。但随着AI Agent、多智能体应用规模化落地，AI业务的算力结构正在发生结构性迭代。

从产业实际负载特征来看，智能体完整运行链路中，模型结果解析、工具调用决策、API交互调度、任务流程编排、安全策略校验等多数环节均依赖CPU承载，海外头部CPU厂商实测超七成智能体运行流程落地在CPU侧。同时智能体高频工具调用、超长上下文序列，会产生大量分词处理、任务分发、数据预处理等串行、低时延敏感型负载，这类场景无法通过加速芯片高效适配，高度依赖高性能服务器CPU的多核调度与I/O吞吐能力。

随着智能体并发规模、子智能体层级及文本序列长度持续提升，行业已出现全新算力瓶颈：加速芯片资源闲置的同时，CPU调度分发效率不足，制约智算集群整体吞吐与响应速度，CPU逐步成为大规模AI集群效能释放的关键约束。目前海外头部云厂商已出现AI工作负载下CPU资源紧缺的情况，行业算力建设重心也从单一追求加速算力，转向重视CPU与加速芯片的协同配比及系统调度能力。

整体而言，AI智能体浪潮为服务器CPU创造了区别于传统信息化的全新增量需求，推动CPU产业价值持续重估，中长期成长空间进一步打开。

公司“CPU+DCU”异构架构精准匹配这一产业趋势，形成高效协同的算力底座。其中CPU负责业务逻辑管控、多智能体协同调度、数据预处理等通用负载，DCU专注模型训推加速。后续公司将持续优化CPU并发处理、长序列运算及异构协同能力，迭代软硬件一体化方案，紧抓AI Agent规模化落地机遇，持续夯实双芯协同的核心竞争力。

问题 6：如何看待后续算力供需格局，市场担忧算力供给逐步增多，是否会出现阶段性供需宽松？公司如何通过产能规划应对行业资本开支周期波动？ 

答：中长期看 AI 应用持续落地带来算力需求具备韧性。公司采用 Fabless运营模式，持续与晶圆制造伙伴保持常态化沟通，结合下游需求预判动态做好产能规划。面对行业周期性波动，公司坚持多元化客户布局，均衡发展政企、云计算、行业算力市场，降低单一领域、单一客户的影响；同时依靠产品迭代持续提升产品竞争力，以产品力抵御行业周期波动。

问题 7：DCU 软件生态建设目前处于什么阶段，生态适配难点在哪里？公司中长期生态建设思路？ 

答：软件生态是算力芯片长期竞争力的核心，也是持续投入的长期工程。目前DCU已完成大量主流大模型适配，持续推进训练、推理场景性能调优。当前主要痛点在于上层应用种类繁多、框架持续迭代，持续优化需要大量联合适配工作。 

公司持续迭代DTK全栈软件，完善编译器、算子库、集群调度工具；持续和云厂商、大模型企业开展深度联合优化。依托光合组织开展联合实验室、行业试点，推动软硬件协同优化，持续降低开发者迁移成本。生态建设循序渐进，公司将长期稳定投入，逐步形成正向循环。

问题 8：公司有无股东回报相关规划，如何平衡高强度研发投入与分红回报？ 

答：公司高度重视全体股东长远利益，分红政策严格遵循公司章程与相关政策规定。当前行业处于技术快速追赶窗口期，需要持续大规模研发投入保障中长期技术和产品竞争力。公司将结合经营业绩、现金流状况、未来资本开支需求综合审慎考量分红安排，相关方案如达到披露标准将及时履行信息披露义务。
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	日期
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